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摘要(译)

所公开的技术一般涉及用于控制微型器件的释放的方法和系统。在将微
型器件转移到目标衬底之前，在其上形成具有微型器件的原生衬底。微
器件可以分布在天然衬底上并且通过锚结构在空间上彼此分离。锚固物
连接/固定到天然基底。系绳将每个微型装置物理地固定到一个或多个锚
固件上，从而将微型装置悬挂在原生基板上方。在某些实施例中，单系
绳设计用于控制衬底（例如Si（111））上的可释放结构中的内建应力的
松弛。单链系统设计提供了在微装配过程中从原生基底取回时更容易破
裂的附加益处。在某些实施例中，窄系绳设计用于避免底切蚀刻前沿的
钉扎。
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